Applikationsbericht zur AOI von DFN-Bauteilen

NXP Semiconductors hat DFN-Gehause (DFN: Discrete Flat No-Lead) entwickelt, deren Lotverbindungen unter Einsatz eines AOI-Systems
gepriift werden kénnen. Die DFN-Gehause wurden hierfur mit einer von aufRen sichtbaren, benetzbar verzinnten Padkante erweitert. Zusammen
mit Viscom erfolgten Untersuchungen, wie sich dies im Vergleich mit herkbmmlichen DFN-Gehausen bei Prifungen der Létverbindungen mittels
AOI und AXI auswirkt. Zudem wurden die Auswirkungen von Prozesseinfliissen (Lotpastenmangel und -lberschuss) untersucht.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

ermagigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwsSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

1/ 1


https://www.leuze-verlag.de/components/com_virtuemart/assets/images/vmgeneral/noimage.gif
https://www.leuze-verlag.de/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=732&virtuemart_category_id=7&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

